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Baka|ářská práce na téma ,,Využití |aserového míkroobrábění pro úpravu povrchu 3D tištěných
kovových součástí', splňuje zadání V p|ném rozsabu' Před|ožená práce je rozdě]ena do čtYř kapÍto]
a má ce|kem 53 stran'

V záVěru BP aUtor popisuje nežádoucí jevy, které Vznikají během procesu rnikroobrábění krátkou
délkou pu|su bez možností použjtí tzv. kompenzačních strategií pro el iminaci nežádoucích útvarů
V krainích Do|ohách testovacích oo|í'

||. obsahové zpracování a přístup k řešení

V úVodU 5i autor k|ade za cí| opt ima izaci jednot] ivých parametrů ]aseru' Kr itérÍurn pro optima|izaci

by|o dosáhnutí co nejvyšší kva]ity poVrchu pomocí |aserového popjsovacího strol .e pomocí |a5erového

zdroje 5 krátkou (ns) délkou pu|su. Výchozí povrch pro optima|izaci ,  jež Vznik| techno]o8ií DIV]Ls

spékáním kovového prášku, dosahuje hodnot 8}]m pa.ametru fu.

Kapito|a 2 se zaobírá rozborem 50učasného stavu, kde autor charakte|izuie iednotI iVé |aserové
technologie, stav povrchu součástí Vyrobených 3D metodou DMLS a faktory oV|iVňUjící kva|jtu
povrchU soUčást i '  Ve Vlastnírn návrhu řešení autor nast iňu],e potřebné zařízení, materiá l  a samotný
postup experimentu mikroobrábění' samotný experiment je rozdě|en do tří tzv'  režimů' V prvním

režimu autor Variuje pararnetr překrytí ]aserového spotu, kde mu VZnik]a rnat ice 64 Vzorků. Po této
čá5ti  experimentu autor Vybral čtyř i  ViŽLlá|ně nej]épe VypadajícíVzorky, u kterých nás edně VyhodnotÍ|
úběr na Vrstvu' Dá|e autor vyhodnocoval V|iV průměrného Výkonu aserového zdroje na prof i]ovou

drsnost testovaných po|í, kde z půVodních hodnot drsnost i  fu = 8i]m doš|o ke Ž epšení na Rá = 4,3um.
Vdruhém režirnu autor ana|yzuje důVody tepeIně oVIivněné ob|ast i ,  jež Vznjk|a V]ivern použití

Vysokých energiíV pu|sU s kornbinacíVeIkého překrYtí pulsů' Třetí režim pojednáVaI o poUžití naopak
nízkých hodnot energií V pu|su' Ve VYhodnocení experimentu j iž autor shrnuje výsIedky, kde závěrern
dodáVá, že Vl iV na Výs|ednou dr5nost povrchu má idrsnost počáteční'

cí|  práce a jeho nap|něni

Rešeršní část i  práce obsahuje nelogické č|enění podkapjtol ,  kde techno|ogie laserovébo
mikroobráběníje posunuta do j iné úrovně podkapito|, než techno|ogie ostatní. K rešeršní částÍ práce

mám někoIik V\ 'tek. Popis stěžejnítechno|o8ie |a5erového mikroobrábění pouze V].ednom odstaVci].e
poněkud strohé. Postrádám zde např. api ikační přík|ady techno|ogie, ].ejí kLady a zápory. Dále mi zde
chybí přjdaná hodnota rešeršní část i ,  především informaci o tom, ].est l i  ] . jž toto téma někdo řeši|,
popř '  jakým Žpůsobem' oprot i  tomu technologÍe Iaserového svařoVání, které je Věnováno stejný
prostor, do tématu BP Vůbec neŽapadá'

V případě experimenté|ní části práce oceňuji, že aUtor pracovaI s parametrem překrytí |aserového
,,spotu.. ' zde bych se spíše přik]áně| k testování různých VeIikostí parametru sp po urč]tém kroku, kde
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by Výs|edkem by|a Ve|ká Úspora testovaných po|í'  Velkou VýtkU mém k VizLrálnímu Výběru povrchů

testovaných po|í, které je Ve|]ce sUbjektjvní. LJ laserem ovl ivněných povrchů se neiŽe spo|éhat na
ViŽuájnÍVýběr, protože V mnoha případech itmaVé poVrchy Vykazují |epší hodnoty d15ností'

l l|. Formá|ni ná|eŽitosti práce a úprava

BP po formá|nístránce obsahujeI

minimum gramatických chyb a přek]epů

an8|ické popiskY obrázků

nesjednocené časy VyjadřoVání (přítomný/minu|ý)

netechnické vyjadřoVání: , , ' ' ' ]aserový popis lŽe odstranit pouze hrubou 5iIou..; , , tento písek je

Vrhán... , ,

špatně Vo]enou termino|o8i i:  E.* . určitý práh poškoŽení (korektně: maximé|ní enelgie
V puIsu), drážkování ]a5erU (korektně: překrytí šrafování). Některé Větné ÍormU ace jsou pro

čtenáře mnohdy ne5rozumiteIné'

nesjednocené po].menování pro typy dé|ek pu|sů' Jednou auto. L]Vádí, že p5 dé ka pu]su je

u]trakrátká, a pak krátká.

nedostatečný, resp. téměř žádný seŽnam symbo|ů, který je V ob|ast i  techno]ogie Iaserového
mikroobrábění Ve1mi dů]ežitý-

sIovní zápisy rovnic '  ne pomocí symbo|ů

ChYbÍ čísIoVání Všech roVnic

otázky, připomínky

Proč jste V experimentu Vol iI  konstantníVzdá]enost šrafovéní a konstantní úhe|?
lak by se proces mikroobráběníchova|, kdybyste Iaserový Zdroj , ,naIadi]. '  na Větší hodnoty
dé|ky pujsu?
Ve třetím režimu píšete o tom, že se na materiá|u Vyskyt ly kapičky Ti na materiá|u Ms1' Čím
si toto vysvětlujete, když je d|e materiá|ového s|ožení Vtomto prášku pauze 0,7o/a
průrněrného množství?

tv.

V. S|ovní hodnoceni dip|omové práce

Problematika technoIogie Iaserového mikroobrábění je VeImi kompIexní, protoŽe se jedná
o interdíscip|ínární obor, jež Vyžaduje odbornost V mnoha oborech (techno|o8ie obrábění, materiá|y,
fyziká]ní a opt ické jevy) '  Autor BP prokázal zna]ost Vl iVů jím Žkoumáných procesních parametrů'
spráVně analyzovaI a VyhodnotÍ| VŽnikajícíjevy během procesU ]aserového rnikroobrábění' ceIkovou
úroveň práce sráží mnoho formá|ních nedostatků. Práci doporl lčuj i  k obhajobě'

Navrhovaná výsledná k|asifikace: VeImi dobře
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